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Abstract (en)
The machining process involves machining a through aperture (10). An abrasive fluid is applied to one side of the aperture at grinding pressure, and
counter pressure is applied to the other side. The counter pressure is first set roughly equal to the grinding pressure, and then, to create the flow, a
pressure difference between the grinding pressure and counter pressure is set. A device to implement the process is also described.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bearbeiten einer Durchgangsoéffnung (10), bei dem ein Abtragungsfluid auf einer Seite (3) der
Durchgangséffnung (10) mit einem Schleifdruck und auf der anderen Seite (5) der Durchgangs6ffnung (10) mit einem Gegendruck beaufschlagt
wird und das Abtragungsfluid unter Materialabtragung in der Durchgangséffnung (10) in Strémung versetzt wird. Das erfindungsgemafBe Verfahren
zeichnet sich dadurch aus, dass zun&chst der Gegegendruck in etwa gleich dem Schleifdruck eingestellt wird und dann anschlieBend zum Erzeugen
der Strdmung eine Druckdifferenz zwischen dem Schleifdruck und dem Gegendruck eingestellt wird. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung
zum Bearbeiten einer Durchgangsoéffnung. <IMAGE>
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